1^ Fraunhofer 



Vorrichtung zur elektrischen und mechanischen Fuegung von flaechigen 
Anschlussstrukturen 

Device for electrical and mechanical joining of flat connection structures, such as individual components and the 
circuit board, uses an intermediate carrier between the contact areas of both connection structures. 

Inventor. Scheel, W.; Fiedler, S.; Krause, F.; Schuett, J. 

Online Access: 



Frontpage ( External Link) 



Priority DE 2000-10002182 A: 20000119 

Patent Number DE 2000-10002182 A: 20000119 

Patent Family DE 1 00021 82 A1 : 2001 0809 

IPC Classification H05K0003 

Language German 

Document Type Patent, Electronic Publication 

Institute Fraunhofer IZM ( Institute's Homepage) 

Abstract 

Beschrieben wird eine Vorrichtung zur elektrischen und mechanischen Fuegung zweier Anschlussstrukturen, die 
jeweils wenigstens eine Kontaktflaeche mit Kontaktstellen aufweisen, ueber wenigstens deren Kontaktstellen die 
flaechigen Anschlussstrukturen in elektrischen und/oder mechanischen Kontaktbringbar sind. Die Erfindung 
zeichnet sich dadurch aus, dass ein flaechig ausgebildeter Zwischentraeger zwischen den Kontaktflaechen 
beider Anschlussstrukturen vorgesehen ist, dass der Zwischentraeger Oeffnungen aufweist, an denen sich 
Kontaktstellen beider Anschlussstrukturen jeweils beabstandet gegenueberliegen, und dass ein Medium in den 
Oeffnungen vorgesehen Ist, durch das die Kontaktstellen elektrisch und/oder mechanisch verbunden sind. 

DE 10002182 A UPAB: 2001 1005 NOVELPiT - The device for electrical and mechanical joining of connection 
structures provides a high level of working reliability, without the need for selective special solutions to provide 
definite spacings between the components and circuit board. A flat intermediate carrier is provided between the 
contact areas of both connection structures, and the intermediate carrier has openings at which the points of 
contact of both connection structures are spaced apart opposite one another, and a medium, such as solder or 
an adhesive, through which the points of contact are electrically and/or mechanically joined, is provided in the 
openings . USE - For the electrical and mechanical joining of two flat connection structures which have at least 
one contact surface with contact points for the electrical and mechanical contacting of the structures. 
ADVANTAGE - Provides a tight as well as a material-locking connection between the connection structures in 
which the mutual spacing between both joined connection structures should keep to a definite specified spacing. 
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Technical field 

The invention refers to an apparatus for electrical and mechanical adding of two laminar connection structures, which exhibit 
at least in each case a contact surface with pads, over at least their pads the laminar connection structures in electrical 
and/or mechanical contact is bringable, 

State of the art 

General is characterised the actual prior art techniques with the realization of electrical contacts in the electrical building 
group manufacturing by the fact that the electrical connection structures of the single devices as well as those of the wiring 
carrier or the circuit board, with which the devices connected to become to be supposed, material-conclusively through 
solders or sticking connected with one another become. In exceptional cases actuated contacts over intermediate connectors 
applied become, this are for example with the so called MPI technology (Metallized polymer Interconnector) the case. 
The disadvantage aforementioned material-conclusive solutions consists however of the fact that defined gap widths, D. h. 
defined distances between the devices and the circuit board, for the guarantee of a higher reliability selective special 
solutions of material or mechanical type require. 

Thus the MPI technology requires additional constructive measures on the module level, which the general packing density is 
* and the constructive structure of the wiring carrier negative affected as well as the screen line dimension limited for actuated 
contact formation. 
Illustration of the invention 

For the invention the object is appropriate at the basis an apparatus for electrical and mechanical adding of two laminar 
connection structures, which exhibit at least in each case a contact surface with pads, over at least their pads the laminar 
connection structures In electrical and/or mechanical contact bringable is, in such a manner to be trained further that an 
actuated like also material-conclusive connection between the connection structures possible becomes, whereby the mutual 
distance between both ordered connection structures is to keep a defined, predetermined distance. In particular the 
connection between the array-like connection structures of an electrical element and the connection structures on an wiring- 
inertial or a circuit board is to be able to become inserted. So the prefered operational area of the connection technique 
should be the electronic building group and device fabrication. Finally the measure according to invention is to contribute to 
the fact that the packing density of devices on circuit boards can become increased and the working reliability increased at 
the same time. 

The solution that, the invention underlying object is in the claim 1 indicated. Favourable developments are to be taken from 
subject-matter of the Unteranspruche as well as the description bottom reference on the embodiments. 

An apparatus is according to invention in such a manner trained further in accordance with the preamble of Claim 1 that a 
laminar formed Is intermediate carrier between the contact surfaces of both connection structures provided that the 
intermediate carrier exhibits openings, at which pads of both connection structures spaced in each case faces each other, 
and that a medium is in the openings provided, mechanical connected by which the pads are electrical and/or. 

The idea is appropriate for the invention at the basis between the connection ports, D. h. bspw. to bring in between an 
electrical component and a circuit board an intermediate carrier, that as type spacer by the thickness of the intermediate 
carrier predetermined distance between both connection structures ensured. 

The intermediate carrier is preferably formed as foil, which consists of an organic or an inorganic material and is not even 
electrical conductive. Into the foil openings are In the form of perforation holes Incorporated, whose form, arrangement and 
size on the form, arrangement and size of the single pads of the connection structures adapted are. 

In a preferable embodiment the intermediate carrier with an adhesive acting surface is formed, so that also an adding at 
surface areas arises, which follow the openings. The adhesive effect can become for example by job of suitable adhesives 

achieved. 

Around the pads of both connection structures, which are corresponding in covering brought and over the intermediate 
carrier from each other spaced, electrical to interconnect are the openings with electrical conductive material filled, for 
example with a metal, a metal alloy or an electrical conductive polymer. Beside the electrical connection of both connection 
structures over the electrical conductive medium of ensured this also a material-conclusive connection in the frame of a 
sticking or a solder joint. 

Depending upon choice of the adding technology between the pads of the connection structures and that, into the openings 
a material-conclusive or an actuated connection knows introduced medium, bspw. in form of a pressure link, realized 
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r.7crrrnrefe:p.arv Cescr.ed. Show: 
Fig. la adding connection before the order, 
Fig. lb adding connection atter the order, 
Fig 2 intermediate carriers. 

Fig 3a-f of various embodiments for adding connections. 

the'pads U^of^the element 1 arranged. soldering with the intermediate carrier located 

b^tweln'the*dlv1ce\ and the circuit board 3. , ,h„«,n the array and/or. matrixformig passage 

=== 

Fig 3e shows an intermediate carrier 2, that in the len pa 

metallization with Innenpads 33. =hown is 2 provided between which an 



device is due 
Reference symbol list 

1 electrical component 
12 pad 

2 intermediate earners 

21 opening, passage channel 

3 circuit board 

31 pad 

32 Aussenpads 

33 Innenpads 

4 soldering or Fillermatenal 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Vorrichtung zur elektrischen und mechanischen Fugung von flachigen Anschlussstrukturen 

(g) Beschrieben wird eine Vorrichtung zur elektrischen und 
mechanischen Fugung zweier AnschluSstrukturen, die je- 
weils wenigstens eine Kontaktflache mit Kontaktstellen 
aufweisen, u bar wenigstens deren Kontaktstellen did fla- 
chigen AnschlufSstrukturen in elektrischen und/oder me- 
chanischen Kontaktbrlngbar sind. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass ein flachig 
ausgebildeter Zwischentrager zwischen den Kontaktfia- 
chen beider Anschluflstrukturen vorgesehen Ist, dass der 
Zwischentrager Offnungen aufwelst, an denen sich Kon- 
taktstellen beider AnschluBstrukturen jeweils beabstan- 
det gegenuberliegen, und dass ein Medium in den Off- 
nungen vorgesehen ist, durch das die Koritaktstellen elek- 
trisch und/oder mechanisch verbunden sind. 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur elek- 
trischen und mechanischen Fiigung von zwei flachigen An- 
schluBstrukturen, die jeweils wenigstens eine Kontaktflache 
mit Kontaklstellen aufweisen, iiber wenigstens deren Kon- 
taktstellen die flachigen AnschluBstrukturen in elektrischen 
und/cxier mechanischen Kontakt bringbar sind. 

Stand der Technik 

Die an sich bekannten Techniken bei der Realisierung 
elektrischer Kontakte in der elektrischen Baugruppenferti- 
gung zeichnet sich allgemein dadiirch aus, daB die elektri- 
schen AnschluBstrukturen der einzelnen Bauelemente sowie 
die des Verdrahtungstragers oder der Leiterplalte, mit der 
die Bauelemente verbunden werden sollen, stofFschliissig 
durch Loten oder Kleben miteinander verbunden werden. In 
Ausnahmefallen werden kraftschliissige Kontakte iiber Zwi- 
schenkonnektoren angewendet, dies ist beispielsweise bei 
der sogenannten MPI-Technologie (Metallized Polymer In- 
terconnector) der Fall. 

Der Nachteil vorgenannter stoffschliissiger Losungen be- 
steht jedoch darin, daB definierte Spaltbreiten, d. h. defi- 
nierte Abstande zwischen den Bauelementen und der Leiter- 
plalte, zur Gewahrleistung einer hoheren Betriebszuverlas- 
sigkeit selektive SonderlOsungen stofflicher oder mechani- 
scher Art crfordem. 

So erfordert die MPI-Technologie zur kraftschliissigen 
Xontaktbildung zusatzliche konstruktive MaBnahmen auf 
der Baugruppenebene, was allgemein die Packungsdichte 
und den konstruktiven Aufbau des Verdrahtungstragers ne- 
gativ beeinfluBt sowie das RastermaB begrenzt ist. 

Darstellung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Vorrich- 
tung zur elektrischen und mechanischen Fugung zweier fla- 
chiger AnschluBstrukturen, die jeweils wenigstens eine 
Kontaktflache mit Kontaktstellen aufweisen, iiber wenig- 
stens deren Kontaktstellen die flachigen AnschluBstrukturen 
in elektrischen und/oder mechanischen Kontakt bringbar 
sind, derart weiterzubilden, dass eine kraftschlUssige wie 
auch stoffschliissigc Vcrbindung zwischen den AnschluB- 
strukturen moglich wird, wobei der gegenseitige Abstand 
zwischen beiden verfugten AnschluBstrukturen einen defi- 
niert, vorgegebenen Abstand einhalten soil. Insbesondere 
soli die Verbindung zwischen den arrayardgen AnschluB- 
strukturen eines elektrischen Bauelementes und den An- 
schluBstrukturen auf einem Verdrahtungstrager oder einer 
Leiterplatte eingesetzt werden konnen. So soil sich das be- 
vorzugte Einsatzgebiet der Verbindungstechnik die elektro- 
nische Baugruppen- und Geratefertigung sein. SchlieBlich 55 
soli die erfindungsgemaBe MaBnahme dazu beitragen, dass 
die Packungsdichte von Bauelementen auf Leiterplatten er- 
hoht und zugleich die Betriebssicherheit gesteigert werden 
kann. 

Die Losung der, der Erfindung zugrundeUegenden Auf- 60 
gabe ist iin Anspruch 1 angegeben. VorteiUiafte Weiterbil- 
dungen sind Gegenstand der Unteranspriiche sowie der Be- 
schreibung unter Bezugnahme auf die Ausfiihnmgsbeispiele 
zu enmehmen. 

ErfindungsgemaB ist eine Vorrichtung gemaB dem Ober- 65 
begriff des Anspruchs 1 derart weiiergebildet, dass ein fla- 
chig ausgebildeter Zwischentrager zwischen den Kontakt- 
flachen beider AnschluBstrukturen vorgesehen ist, dass der 



Zwischentrager Ofifnungen aufweist, an denen sich Kontakt- 
stellen beider AnschluBstrukturen jeweils beabstandet ge- 
geniiberliegen, und dass ein Medium in den OfFnungen vor- 
gesehen ist, durch das die Kontaktstellen elektrisch und/ 
5 oder mechanisch verbunden sind. 

Der Erfindung liegt die Idee zugrunde zwischen den An- 
schluBstrukturen, d. h. bspw. zwischen einem elektrischen 
Bauelement und einer Leiterplatte einen Zwischentrager 
einzubringen, der als Art Distanzhalter einen durch die 
10 Dicke des Zwischen tragers vorgegebenen Abstand zwi- 
schen beiden AnschluBstrukturen gewahrleisteL 

Der Zwischentrager ist vorzugsweise als Folie ausgebil- 
del, die aus einem organischen oder anorganischem Material 
besteht und selbst nicht elektrisch lei tend ist. In die Folie 
15 sind Offnungen in Form von Perforierungsldcher eingear- 
beitet, deren Form, Anordnung und GroBe auf die Form, 
Anordnung und GroBe der einzelnen Kontaktstellen der An- 
schluBstrukturen angepasst sind. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der Zwischen- 
20 trager mit einer adhasiv wirkenden Oberflache ausgebildet, 
sodass auch eine Fugung an Oberflachenbereichen auftritt, 
die sich an die Offnungen anschlieBen. Die adhasive ^ir- 
kung kann beispielsweise durch Auftrag von geeigneten 
Klebstoffen erzielt werden. 
25 Um die Kontaktstellen beider AnschluBstrukturen, die 
enlsprechend in Deckung gebracht und iiber den Zwischen- 
trager voneinander beabstandet sind, elektrisch miteinander 
zu verbinden sind die Offnungen mit elektrisch leitenden 
Material gefiillt, beispielsweise mit einem Metall, einer Me- 
30 tallegierung oder einem elektrisch leitenden Polymer. Ne- 
ben der elektrischen Verbindung beider AnschluBstrukturen 
iiber das elektrisch leitende Medium gewahrleistet dieses 
auch eine stoffschliissige Verbindung im Rahmen einer Kle- 
bung oder Lotverbindung. 
35 Je nach Wahl der Fiigetechnik zwischen den Kontaktstel- 
len der AnschluBstrukturen und dem, in die Offnungen ein- 
gebrachten Medium kann eine stoffschliissige oder eine 
kraftschliissige Verbindung, bspw. in Form eines Andruck- 
verbinders, realisiert werden. 

40 

Kurze Beschreibung der Erfindung 

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschrankung des 
allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausfiih- 
45 rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeicbnung ex- 
cmplarisch bcschricbcn. Es zcigcn: 

Fig. la Fuge verbindung vor der Verfugung, 
Fig, lb Fiigeverbindung nach der Verfugung, 
Fig. 2 Zwischentrager, 
50 Fig, 3a-f Verschiedene Ausfiihrungsbeispiele fiir Fiige- 
verbindungen. 

Wege zur Ausfuhrung der Erfindung, gewerbliche Verwend- 
barkeit 

In Fig. la befinden sich ein elektrisches Bauelement 1, 
ein Zwischentrager 2 und eine Leiterplatte 3 in einer Anord- 
nung vor einer gegenseitigen Verfugung. Das elektrische 
Bauelement 1 weist Kontaktstellen 12 auf, die als metalli- 
sierte Bondpads ausgefiihrt sind. Das Bauelement 1 befindet 
sich auf der Oberseite eines flachig ausgebildeten Zwischen- 
tragers 2, der folienartig ausgebildet ist und aus einem elek- 
trisch isoherenden Material besteht. Jeder einzelnen Kon- 
taktstelle 12 gegeniiberhegend angeordnet ist im Zwischen- 
trager 2 eine Offnung 21 in Form eines Durchfiihrungska- 
nals vorgesehen, deren Kanalwand zumindest mit einer 
elektrisch leitenden Schicht, beispielsweise mit einer Me- 
tallschicht, ausgekleidet ist. Der Zwischentrager 2 befindet 
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sich wiederum auf der Oberseite einer flachig ausgebildeten 
Leiterplatte 3, die ihrerseits Kontaktstellen 31 vorsieht, die 
entsprechend zu den Kontaktstellen 12 des Bauelementes 1 
angeordnet sind. 

Durch Verpressen des Bauelementes 1 gegen die Leiter- 5 
platte 3 Oder durch cntsprechendes Verloten mit dem dazwi- 
schen befindlichen Zwischentrager 2 wird eine Fiigeverbin- 
dung erhalten, die in Fig. lb dargestellt ist. Die Kontaktstel- 
len 12 zwischen dem Bauelement 1 und dem Zwischentra- 
ger 2 konzentrieren sich auf die Offnungen 21. Uber ein lO 
elektrisch leitendes Medium, beispielsweise Metall, das in 
der Offnung 21 vorgesehen ist, werden die Kontaktstellen 
12 mit den Kontaktstellen 31 der Leiteq>latte stoffschlussig 
in Verbindung gcbracht. Der Zwischentrager 2, der matrix- 
oder arrayformig angeordnete Offnungen 2 aufweist, dient IS 
neben der elektrischen Verbindung zwischen dem elektri- 
schen Bauelement 1 und der Leiterplatte 3 auch zugleich als 
konkrete Beabstandung zwischen dem Bauelement 1 und 
der Leiterplatte 3. 

In Fig. 2 ist schematisiert eine perspektivische Darstel- 20 
lung eines Zwischentragers 2 dargestellt, der array- bzw. 
matrixformig Durchgangskanale bzw. Offnungen 21 auf- 
weist, die mit einem elektrisch leitenden Medium gefiiUt 
sind. Das elektrisch leitende Medium besteht vorzugsweise 
aus Metall oder einem elektrisch leitenden Polymer. Beider- 25 
seitig uberragt das Medium den Zwischentrager 2, um auf 
diese Weise einen sicheren stoffschlussigen Kontakt zu den 
Kontaktstellen des Bauelementes 1 bzw. der Leiterplatte 3 
herzusiellen. 

In den Fig. 3a bis f sind verschiedene Ausfiihrungsformen 30 
des Zwischentragers 2 dargestellt. Fig. 3 a zeigt einen Zwi- 
schentrager 2 mit Offnungen 21, in denen Metall derarT ein- 
gebracht ist, so dass an den Offnungen der Durchgangska- 
nale im Querschnitt dreieckig ausgebildete KontaktsUruktu- 
ren 12 vorgesehen sind. Fig, 3b zeigt im Unterschied zu dem 35 
Ausfiihrungsbeispiel gcmaB Fig. 3a halbkreisformig ausge- 
bildete Kontaktstrukturen 12. 

In Fig, 3c ist der Zwischentrager 2 zwischen einem Bau- 
element 1 und einer Leiterplatte 3 vorgesehen, wobei so- 
wohl beim Bauelemenl 1 als auch bei der Leiterplatte 2 im 40 
Querschnitt kreisrund ausgebildete Bondstrukturen 12, 31 
vorgesehen sind, die ihrerseits mittels Filler- oder Lotmate- 
rial 4 zusatzlich mit dem ZwischenUrager 2 verbunden sind. 

In Fig. 3d ist ein Ausfiihrungsbeispiel gezeigt, das eine 
Kombination aus den Ausfiihrungsbeispielen 3a und 3b dar- 45 
stcUt. 

Fig. 3e zeigt einen ZwischenUrager 2, der im linken Teil 
eine Metallisierung mit AuBenpads 32 vorsieht und im rech- 
ten Teil eine Metallisierung mit Innenpads 33. 

In Fig. 3f ist eine kraftschliissige Verbindung zwischen 50 
einem Bauelement 1 mit einer Leiterplatte 3 gezeigt, zwi- 
schen denen eine ZwischenU-agerschicht 2 vorgesehen ist. 
Die dauerhafLe Verbindung erfolgl hierbei durch eine von 
auBen angelegte Kraft F, die bspw. durch eine Klemmvor- 
richtung herriihrl. 55 

Bezugszeichenliste 

1 elektrisches Bauelement 

12 Kontaktstelle ^ 

2 Zwischentrager 

21 Offnung, Durchgangskanal 

3 Leiterplatte 

31 Kontaktstelle 

32 AuBenpads 65 

33 Innenpads 

4 Lot- oder Fillennaterial 
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Paten tanspruche 

1. Vorrichtung zur elektrischen und mechanischen Fu- 
gung zweier flachiger AnschluBstrukturen, die jeweils 
wenigstens eine Kontaktflache mit Kontaktstellen auf- 
weisen, uber wenigstens deren Kontaktstellen die fla- 
chigen AnschluBstrukturen in elektrischen und/oder 
mechanischen Kontakt bringbar sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ein flachig ausgebildeter Zwi- 
schentrager zwischen den Kontaktflachen beider An- 
schluBstrukturen vorgesehen ist, 

dass der Zwischentrager Offnungen aufweist, an denen 
sich Kontaktstellen beider AnschluBstrukturen jeweils 
beabstandet gegen iiberliegen, und 
dass ein Medium in den Offnungen vorgesehen ist, 
durch das die Kontaktstellen elektrisch und/oder me- 
chanisch verbunden sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die AnschluBstrukturen eine Leiterplatte 
oder ein Verdrahtungstrager und ein auf der Leiter- 
platte bzw. dem Verdrahtungstrager aufzubringendes 
elektrisches Bauelement sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Zwischentrager eine dielektri- 
sche Folie ist, die aus organischen oder anorganischen 
Material gefertigt ist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Oftnungen im Zwi- 
schentrager in Anordnung und GroBe nach Anordnung 
und CroBe der Kontaktstellen an den AnschluBstruktu- 
ren angepasst sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Offnungen nach einem 
vorgegebenen Raster angeordnet sind, 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Medium teilweise oder 
vollstSndig die Offnungen ausfUllt. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Medium elektrisch lei- 
tend oder elektrisch isolierend ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Medium Lot oder Kle- 
ber ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Offnungen als Durch- 
gangskanale ausgcbildct sind, die den Zwischentrager 
vollstandig durchsetzen, und dass zumindest die 
Wande der Durchgangskanale metallisiert sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass Kontaktflachen planar oder 
gekrlimmt ausgebildet sind. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischentrager eine 
adhasiv wirkende Oberflache aufweist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischentrager an 
den Stellen der Offnungen zuruckgesetzt ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass an den zuriickgesetzten Stellen der Zwi- 
schentrager elektrische Kontaktstellen vorgesehen 
sind. 
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